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반도체 부품 장비기술 전문인력 양성사업

반도체 부품 장비기술 전문인력 양성사업은 산업통상자원부와 한국반도체산업협회가 주관하는 산업혁신인재성장
지원(R&D)사업의 일환으로, 산업 밀착형 우수 인재 양성과 반도체 전문인력 부족 문제 해소에 기여하고자 마련된
사업이다.

소개
컨소시엄 참여 대학 : 강남대, 서울과기대, 성균관대, 안동대, 인하대, 충북대, 한양대
목표: 글로벌 경쟁력 확보를 위한 실무 중심형 반도체 소재부품 장비 분야 및 패키지&테스트 분야의 전문인력
양성
지원사항

서울과기대, 2021년 3월부터 2024년 2월까지 3년간 총 6.1억원의 사업비를 지원받아1.
석사과정 대학원생 대상 산학협력 프로젝트 수행, 반도체산업협회 주관 단기실습프로그램 참여, 현장2.
실습, 장학금 지원, 학부생 단기프로그램 등 실시 예정


